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Abstract (en)
The contact field has an insulating material housing (5) and multiple metallic contacts (4) for a connection with a twisted-pair socket, where each
metallic contact has a feed line section (6) for a connection with a printed circuit board. The metallic contacts are formed from contact plates, where
two of the feed line sections are arranged offset relative to other feed line sections. The contact field is provided under specification of Category 6a.

Abstract (de)
Die Erfindung bezieht sich auf ein Kontaktfeld für eine Steckverbindung für eine Twisted-Pair-Verkabelung. Das Kontaktfeld weist eine Mehrzahl von
metallischen Kontakten zur Verbindung mit einer Twisted-Pair-Buchse auf, wobei jeder metallische Kontakt einen Zuleitungsabschnitt zur Verbindung
mit einer Platine aufweist. Die metallischen Kontakte sind aus Kontaktblechen geformt, wobei wenigstens zwei der Zuleitungsabschnitte versetzt zu
anderen Zuleitungsabschnitten angeordnet sind.
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